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DESCRIPCION

Tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura/escritura y procedimiento de produccion de la
misma

Campo de la invencién

La presente invencion pertenece al campo de fabricacion de tarjetas inteligentes, y particularmente se refiere a una
tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura-escritura y un procedimiento de produccion de la
misma.

Antecedentes de la invencion

Una tarjeta de DI (Interfaz Dual) es una abreviatura de una tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos
de lectura-escritura. La tarjeta de DI esta fabricada a partir de una capa de PVC (Cloruro de Polivinilo), un médulo de
chip y una bobina y es una tarjeta basada en un Unico médulo de chip y que integra interfaces de contacto y de no
contacto en su totalidad. La tarjeta de DI tiene dos interfaces de operacion, el médulo de chip puede accederse tanto
por un punto de contacto en forma de contacto como en forma de frecuencia de radio a una cierta distancia (dentro
de 10 cm) para ejecutar operaciones idénticas, las dos interfaces cumplen con dos normas diferentes
respectivamente. Una interfaz de contacto satisface ISO/IEC 7816, y una interfaz de no contacto satisface ISO/IEC
14443. Las dos interfaces comparten un microprocesador, un sistema de operacion y una EEPROM (Memoria de
Solo Lectura Programable Eléctricamente Borrable). Una bobina de antena conectada con un moédulo de chip de
microprocesador también esta dispuesta en la tarjeta de DI ademas del médulo de chip de microprocesador, cuando
se usa la interfaz de no contacto, un campo electromagnético generado por un lector-escritor proporciona energia, y
el suministro de energia y transmision de datos se consiguen en la forma de frecuencia de radio.

El documento JP 2003 044814 A desvela una tarjeta de Cl de tipo combinacion en la que el médulo de Cl, donde
puede escribirse y leerse informacion tanto en estado de contacto como en estado de no contacto, esta montado en
un material de base, y la antena, conectada eléctricamente al médulo de CI y para escribir y leer informacion
al/desde el médulo de Cl en un estado de no contacto, estda formada en el material de base. El médulo de Cl esta
conectado a la antena a través de un resorte metalico que es deformable de manera libre por fuerza aplicada desde
el exterior.

El documento DE 10 2005 043902 A1 se refiere a una tarjeta de Cl de Interfaz Dual que incluye una capa superior,
una capa inferior, una capa de integracién de antena entre las capas superior e inferior y un médulo de chip de ClI
integrado en un orificio de integracion de médulo de chip de ClI. La capa de integracion de antena tiene una ranura
en forma rectangular en su primer lado donde estan integradas placas elasticas en ambos lados de la ranura. El
modulo de chip de Cl se inserta aplicando un adhesivo en la capa de integracién de antena o usando una cinta
adhesiva. El documento US 6 161 761 A se refiere a un conjunto de tarjeta que tiene una antena de bucle formada
de un conductor desnudo y un procedimiento para fabricar el conjunto de tarjeta. Mas particularmente, esta
invencion se refiere a un conjunto de tarjeta, tal como una tarjeta inteligente o similares, que tiene una antena de
bucle de conductor desnudo con al menos una seccién de solapamiento del bucle.

En la actualidad, el procedimiento de produccion principal de la tarjeta de DI se divide en dos categorias. Una
categoria comprende las siguientes etapas:

proporcionar una antena y un material de base, y pre-laminar para obtener una capa de Insercion (circuito de modulo
de chip); que corresponde de manera precisa a una capa de superficie frontal que comprende un material de
impresion de superficie frontal y una pelicula protectora y una capa de superficie trasera que comprende un material
de impresién de superficie trasera y una pelicula protectora a la capa de Insercién, y laminar y cortar la tarjeta para
obtener una base de tarjeta de la tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura-escritura;
realizar fresado de ranura primaria en la posicion de un modulo de chip de la base de tarjeta, realizar manualmente
tales tratamientos en la antena en la base de tarjeta obtenida después del fresado de ranura primaria como recogida
de alambre de bobina, colocacién de alambre de bobina, cizalla de extremo de alambre de bobina y similares, a
continuacion, realizar fresado de ranura secundario en la base de tarjeta; mientras tanto, realizar soldadura de
estafio y fresado en dos puntos de contacto del médulo de chip en equipo adicional, y finalmente, colocar
gradualmente la base de tarjeta tratada y el médulo de chip en una maquina de encapsulacion para encapsulacion.

La otra categoria comprende las siguientes etapas:

proporcionar una antena y un material de base, y pre-laminar para obtener una capa de Insercion (circuito de modulo
de chip); que corresponde de manera precisa a una capa de superficie frontal que comprende un material de
impresion de superficie frontal y una pelicula protectora y una capa de superficie trasera que comprende un material
de impresioén de superficie trasera y una pelicula protectora a la capa de Insercion, y laminar y cortar la tarjeta para
obtener una base de tarjeta de la tarjeta inteligente; realizar fresado de ranura primario en la posiciéon de un modulo
de chip de la base de tarjeta, y realizar fresado de ranura secundario en un punto de contacto del médulo de chip en
la base de tarjeta obtenida después de fresado de ranura; inyectar adhesivo conductor en la posicion de fresado de
ranura secundario, e incrustar un médulo de chip en un punto de contacto correspondiente para curar; y finalmente,
colocar gradualmente la base de tarjeta tratada y el médulo de chip en una maquina de encapsulacion para
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encapsulacion.

En un procedimiento para realizar la produccion de la tarjeta de DI anteriormente mencionada, el inventor ha hallado
que existen al menos los siguientes problemas en la técnica anterior: puesto que necesitan finalizarse manualmente
multiples etapas, tales como soldadura de estafio y similares, la produccion diaria es muy baja, ademas estos
procedimientos de operacion son dificiles de controlar y también es dificil asegurar la calidad de producto incluso por
trabajadores expertos, por lo tanto la tasa de rechazo es alta, el extremo de alambre de bobina de la antena y el
modulo de chip posiblemente se dafian por el tratamiento en alambres de estafio y cobre a través del procedimiento,
por lo tanto se reduce la estabilidad de una tarjeta de producto finalizada. Se adopta el adhesivo conductor, el
adhesivo entra en contacto con el aire externo en el procedimiento de curado y el tiempo de curado es relativamente
largo, de modo que la conductividad eléctrica del adhesivo conductor se ve enormemente afectada por el tiempo y el
entorno, dando como resultado conductividad eléctrica inestable.

Sumario de la invenciéon

El problema técnico a resolverse en la presente invencidon es proporcionar una tarjeta inteligente que tiene
simultaneamente dos modos de lectura-escritura y un procedimiento de produccién de la misma, siendo la tarjeta
inteligente alta en produccion, buena en calidad de producto, alta en tasa de productos finalizados y alta en
estabilidad.

Para resolver el problema técnico anteriormente mencionado, la presente invenciéon adopta la siguiente solucion
técnica.

Una tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura-escritura, que comprende una capa de
antena y una antena y una capa de circuito de modulo de chip dispuesta en la capa de antena, en el que la antena y
la capa de circuito de médulo de chip estan eléctricamente conectadas a través de un dispositivo conductor elastico.

La tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura-escritura de la presente invencion, en la que
el extremo de cable de la bobina de la antena esta eléctricamente conectado con el dispositivo conductor elastico, el
dispositivo conductor elastico esta dispuesto en una region que corresponde a un punto de contacto de circuito de la
capa de circuito de moédulo de chip, y una superficie del dispositivo conductor elastico esta en conexién de contacto
eléctrico con el punto de contacto de circuito de la capa de circuito de médulo de chip.

La tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura-escritura de la presente invencion, en la que
el dispositivo conductor elastico es un dispositivo conductor elastico metalico.

La tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura-escritura de la presente invencion, en la que
el dispositivo conductor elastico es un dispositivo conductor elastico no metalico.

La tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura-escritura de la presente invencion, en la que
el extremo de cable de la bobina de la antena esta dispuesto en una regién que corresponde al punto de contacto de
circuito de la capa de circuito de médulo de chip en la capa de antena en forma de un bobinado serpenteante de
Unico bucle o multiples bucles.

La tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura-escritura de la presente invencion, en la que
el extremo de cable de la bobina de la antena esta eléctricamente conectado con la otra superficie del dispositivo
conductor elastico en forma de soldadura.

La tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura-escritura de la presente invencion, en la que
el extremo de cable de la bobina de la antena esta eléctricamente conectado con la otra superficie del dispositivo
conductor elastico en forma de contacto directo.

La tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura-escritura de la presente invencion, en la que
el espesor de la capa de antena es 0,13-0,16 mm.

La presente invencion proporciona también un procedimiento de produccién de la tarjeta inteligente anteriormente
mencionada que tiene simultaneamente dos modos de lectura-escritura, que comprende las siguientes etapas:

1) integrar antena: integrar una antena en la superficie trasera o superficie frontal de una capa de antena, y
colocar el extremo de cable de la bobina de la antena en una regién que corresponde a un punto de contacto de
circuito de una capa de circuito de modulo de chip;

2) laminar: después de integrar la antena en la capa de antena, afadir respectivamente una capa de almohadilla,
una capa de impresion y una capa de proteccion en las partes superior € inferior de la capa de antena, y laminar
para obtener un soporte de base de tarjeta;

3) cortar tarjeta y fresar ranuras: cortar una tarjeta desde el soporte de base de tarjeta integral laminada para
obtener finalmente una base de tarjeta, fresar ranuras en la base de tarjeta obtenida, en primeras ranuras de
fresado en una posicion de colocacion de moédulo de chip, fresando en primer lugar un primer rebaje, en el que el
espesor del primer rebaje es igual al del limite de médulo de chip, a continuacion, fresar un segundo rebaje en el
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medio del primer rebaje, en el que se usa una fresa proporcionada con un sensor especial para fresar la
posicion, y la fresa detecta si se fresa una capa de integracion de antena en el procedimiento de fresado de
ranura en tiempo real, se detiene inmediatamente de acuerdo con un programa prestablecido una vez que se
fresa el extremo de cable de la bobina de la antena integrada y memoriza el valor, y finalmente, fresar un tercer
rebaje en la posicién donde esta colocado un dispositivo elastico, en el que la profundidad del tercer rebaje se
determina por el valor memorizado; y

4) encapsular: colocar en primer lugar el dispositivo elastico en el tercer rebaje y conectar eléctricamente el
dispositivo elastico con el extremo de cable de la bobina de la antena, en la que el extremo de cable de la bobina
de la antena esta eléctricamente conectado con el dispositivo conductor elastico en forma de soldadura, poner la
capa de circuito de modulo de chip en el primer rebaje y el segundo rebaje en posiciones donde los puntos de
contacto de circuito son correspondientes a los dispositivo elastico, y finalmente, ajustar.

El procedimiento de produccion de tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura-escritura de
la presente invencion, en el que en la etapa 1), el extremo de cable de la bobina de la antena se fabrica en una
almohadilla de contacto en forma de bobinado serpenteante, y la almohadilla de contacto esta localizada en la region
que corresponde al punto de contacto de circuito de la capa de circuito de modulo de chip. De acuerdo con la tarjeta
inteligente que tiene simultdneamente dos modos de lectura-escritura y el procedimiento de produccion de la misma
de la presente invencion, la antena y la capa de circuito de moédulo de chip estan conectados eléctricamente por el
dispositivo conductor elastico mientras no son necesarias tales operaciones manuales como soldadura de estafo y
similares, mejorando de esta manera la eficacia de produccion, y puesto que la fresa proporcionada con el sensor
especial se usa para fresar ranuras, se asegura la calidad de producto, la produccién es alta y la estabilidad de la
tarjeta inteligente producida es buena.

De acuerdo con las normas internacionales y domésticas, un ensayo de distorsion de curvatura es 2-3 veces mas
alto que las normas, un experimento de resistencia al impacto de alta temperatura y alta humead es de 0,5-1 veces
mas alto que las normas. Todos los otros indices satisfacen las normas internacionales y domésticas.

Se proporciona a continuacion una ilustracion adicional sobre la tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos
modos de lectura-escritura y el procedimiento de produccion de la misma de la presente invencion, en conjunto con
los dibujos adjuntos.

Breve descripcion de los dibujos

La Figura 1 es un diagrama esquematico estructural de una tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos
modos de lectura-escritura de la presente invencion;

La Figura 2 es un dibujo en perspectiva de una tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de
lectura-escritura de la presente invencion;

La Figura 3 es una vista en seccién de una tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura-
escritura de la presente invencion;

La Figura 4 es una vista ampliada parcial de la Figura 3;

La Figura 5 es un diagrama esquematico estructural de una base de tarjeta con rebajes procesados;

La Figura 6 es un diagrama esquematico estructural después de que se coloca un dispositivo conductor elastico;
La Figura 7 es un diagrama esquematico estructural de relacion de posicion lineal de un modulo de chip, un
dispositivo conductor elastico y una antena; y

La Figura 8 es un diagrama esquematico estructural lineal después de que se integra una antena en una capa de
antena.

Descripcién detallada de las realizaciones

Como se muestra en la Figuras 1-4 y en la Figura 7, la tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de
lectura-escritura de la presente invencion comprende una capa 1 de base, una capa 2 de antena, y una antena 3 y
una capa 4 de circuito de médulo de chip dispuesto en la capa 2 de antena, el espesor de la capa 2 de antena es de
0,13-0,16 mm, la capa 2 de antena esta dispuesta en la capa 1 de base, el extremo de cable de la bobina de la
antena 3 esta dispuesto en una region que corresponde a un punto de contacto de circuito de la capa 4 de circuito
de modulo de chip en la capa 2 de antena en forma de bobinado serpenteante de Unico bucle o multiples bucles, los
rebajes B5, B6 se forman en la capa 1 de base, dos rebajes B3 se forman respectivamente en la superficie inferior
del rebaje B5, se proporcionan dos dispositivos 5 conductores elasticos y estan dispuestos respectivamente en los
dos rebajes B3, los dispositivos 5 conductores elasticos estan dispuestos respectivamente en regiones que
corresponden a dos puntos de contacto de circuitos de la capa 4 de circuito de médulo de chip, el extremo 31 de
cable de la bobina de la antena 3 esta eléctricamente conectado con una de las superficies de los dispositivos 5
conductores elasticos, la capa 4 de circuito de médulo de chip esta dispuesta en los rebajes B5, B6, y las otras
superficies de los dispositivos 5 conductores elasticos estan en conexiéon de contacto eléctrico con los puntos de
contacto de circuito de la capa 4 de circuito de médulo de chip. Los dispositivos 5 conductores elasticos son
dispositivos conductores elasticos metalicos, por ejemplo, tabletas de resorte metalico, pueden también ser
dispositivos conductores elasticos no metalicos, por ejemplo, grafito conductor. El extremo 31 de cable de la bobina
de la antena 3 esta eléctricamente conectado con los dispositivos conductores elasticos en forma de soldadura o en
forma de contacto directo.



10

15

20

25

30

35

40

45

ES 2716279 T3

Un procedimiento de produccion de la tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura-escritura
de la presente invencion comprende las siguientes etapas:

1) integrar antena:

como se muestra en la Figura 8, integrar la antena 3 en la superficie trasera o superficie frontal de la capa 2 de
antena, y fabricar el extremo de cable de la bobina de la antena 3 en una almohadilla de contacto en forma de
bobinado serpenteante, o fabricar un clip de contacto usando otros procedimientos, por ejemplo, soldando un
alambre eléctrico en un metal laminado, colocar la almohadilla de contacto o el clip de contacto en posiciones
que corresponden a dos puntos de contacto de circuito de la capa 4 de circuito de chip, en concreto, un médulo
de chip, en la capa 2 de antena, por ejemplo, en las posiciones B1 y B2 (Figura 7), para asegurar buen contacto
entre la antena y el mdédulo de chip a través de los dispositivos conductores elasticos, y la Figura 8 muestra una
forma de bobinado serpenteante del extremo de cable de la bobina.

2) Laminar:

después de integrar la antena en la capa 2 de antena, afiadir respectivamente una capa de almohadilla, una
capa de impresion y una capa de proteccion en las partes superior e inferior de la capa 2 de antena para formar
la capa de base, laminar para obtener un soporte de base de tarjeta adherido de manera estable, los espesores
de las capas pueden cambiarse de acuerdo con diferentes requisitos, en la realizacion, el espesor de la capa 2
de antena es aproximadamente 0,15 mm, la capa de almohadilla, la capa de impresién y la capa de proteccion
se afaden respectivamente a las partes superior e inferior de la capa de antena para asegurar cierta resistencia,
y el espesor de una base de tarjeta final puede alcanzar aproximadamente 0,8 mm.

3) Cortar tarjeta y fresar ranuras:

cortar una tarjeta del soporte de base de tarjeta integral laminada para obtener finalmente la base de tarjeta,
fresar ranuras en la base de tarjeta obtenida, como se muestra en la Figura 5, en primeras ranuras de fresado en
una posicion donde esta colocada la capa 4 de circuito de médulo de chip, fresar en primer lugar un primer
rebaje B5, en el que el espesor del primer rebaje B5 es igual al del limite de la capa 4 de circuito de médulo de
chip, a continuacion, fresar un segundo rebaje B6 en el medio del primer rebaje B5, en el que se usa una fresa
proporcionada con un sensor especial para fresar la posicion, y la fresa detecta si se fresa una capa de
integracion de antena en el procedimiento de fresado de ranura en tiempo real, se detiene inmediatamente de
acuerdo con un programa prestablecido una vez que se fresa el extremo de cable de la bobina de la antena
integrada y memoriza el valor, se garantiza la precision de fresado de ranura usando el procedimiento, y
finalmente, fresar un tercer rebaje B3 en una posicién donde estan colocados los dispositivos 5 conductores
elasticos, en el que la profundidad del tercer rebaje B3 se determina por el valor memorizado.

4) Encapsular:

Como se muestra en las Figuras 6 y 7, colocar en primer lugar los dispositivos 5 conductores elasticos en el
tercer rebaje B3, a continuacion, colocar la capa 4 de circuito de moédulo de chip en el primer rebaje B5 y el
segundo rebaje B6 en posiciones donde los puntos de contacto de circuito son correspondientes a los
dispositivos 5 conductores elasticos, finalmente, realizar configuracién de encapsulacién térmica y encapsulacion
en frio y funciones de ensayo de la tarjeta inteligente.

Las realizaciones anteriormente mencionadas son simplemente descripciones de realizaciones preferidas de la
presente invencion, en lugar de limitar el alcance de proteccion de la presente invencion. Diversas variaciones y
mejoras realizadas a la solucién técnica de la presente invencion por los expertos en la materia deberan caer dentro
del alcance de proteccion de la presente invencion sin alejarse de la esencia de la presente invencion.

Aplicabilidad practica

La tarjeta inteligente que tiene simultdneamente dos modos de lectura-escritura de la presente invencion puede
usarse ampliamente en finanzas/contabilidad, seguros sociales, transporte y turismo, tratamiento médico y salud
publica, administracion gubernamental, venta minorista de productos basicos, entretenimiento, gestion escolar y
otros campos.
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REIVINDICACIONES

1. Una tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura-escritura, que comprende una capa (2) de
antena y una antena (3) y una capa (4) de circuito de médulo de chip dispuesta en la capa (2) de antena, en la que la
antena (3) y la capa (4) de circuito de médulo de chip estan eléctricamente conectadas a través de un dispositivo (5)
conductor elastico metalico o no metalico, el extremo (31) de cable de la bobina de la antena (3) esta eléctricamente
conectado con el dispositivo (5) conductor elastico, el dispositivo (5) conductor elastico esta dispuesto en una region
que corresponde a un punto de contacto de circuito de la capa (4) de circuito de moédulo de chip, una superficie del
dispositivo (5) conductor elastico esta en conexion de contacto eléctrico con el punto de contacto de circuito de la
capa (4) de circuito de modulo de chip,

caracterizada porque

el extremo (31) de cable de la bobina de la antena (3) esta dispuesto en una regién que corresponde al punto de
contacto de circuito de la capa (4) de circuito de mdédulo de chip en la capa (2) de antena en forma de bobinado
serpenteante de un Unico bucle o multiples bucles, y porque

el extremo (31) de cable de la bobina de la antena (3) esta eléctricamente conectado con la otra superficie del
dispositivo (5) conductor elastico en forma de soldadura.

2. La tarjeta inteligente que tiene simultaneamente dos modos de lectura-escritura de la reivindicacion 1, en la que el
espesor de la capa (2) de antena es 0,13-0,16 mm.

3. Un procedimiento de producciéon de la tarjeta inteligente que tiene simultdneamente dos modos de lectura-
escritura de la reivindicacion 1 o 2, que comprende las siguientes etapas:

1) integracion de la antena (3): integrar una antena (3) en la superficie trasera o superficie frontal de una capa (2)
de antena, y colocar el extremo (31) de cable de la bobina de la antena (3) en una regién que corresponde a un
punto de contacto de circuito de una capa (4) de circuito de médulo de chip, en el que el extremo (31) de cable
de la bobina de la antena (3) esta fabricado en una almohadilla de contacto en forma de bobinado serpenteante,
y la almohadilla de contacto esta localizada en la regidon que corresponde al punto de contacto de circuito de la
capa (4) de circuito de modulo de chip;

2) laminacion: después de integrar la antena (3) en la capa (2) de antena, afiadir respectivamente una capa de
almohadilla, una capa de impresion y una capa de proteccion en las partes superior e inferior de la capa (2) de
antena, y laminar para obtener un soporte de base de tarjeta;

3) corte de la tarjeta y fresado de ranuras: cortar una tarjeta del soporte de base de tarjeta integral laminada para
obtener finalmente una base de tarjeta, fresar ranuras en la base de tarjeta obtenida, en primeras ranuras de
fresado en una posicion donde se coloca un modulo de chip, fresar en primer lugar un primer rebaje (B5), en el
que el espesor del primer rebaje (B5) es igual al del limite de modulo de chip, a continuacion, fresar un segundo
rebaje (B6) en el medio del primer rebaje (B5), en el que se usa una fresa proporcionada con un sensor especial
para fresar la posicion, y la fresa detecta si una capa de integracion de antena (3) se fresa en el procedimiento
de fresado de ranura en tiempo real, se detiene inmediatamente de acuerdo con un programa prestablecido una
vez que se fresa el extremo (31) de cable de la bobina de la antena integrada (3) y memoriza el valor, y
finalmente, fresar un tercer rebaje (B3) en una posicion donde se coloca un dispositivo elastico, en el que la
profundidad del tercer rebaje (B3) se determina por el valor memorizado; y

4) encapsulado: colocar en primer lugar el dispositivo elastico en el tercer rebaje (B3) y conectar eléctricamente
el dispositivo elastico con el extremo (31) de cable de la bobina de la antena (3), en el que el extremo (31) de
cable de la bobina de la antena (3) se conecta eléctricamente con el dispositivo (5) conductor elastico en forma
de soldadura, colocar la capa (4) de circuito de médulo de chip en el primer rebaje (B5) y el segundo rebaje (B6)
en posiciones donde los puntos de contacto de circuito son correspondientes al dispositivo elastico, y finalmente,
ajustar.
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